
前 言

本规范等同采用 半导体器件 分立器件 以下环境或管壳额定整流二极

管 包括雪崩整流二极管 空白详细规范 本规范是 的修订版

本规范与 的主要差别是 在第 章中增加了 总耗散功率 原来的 热阻

改为 删去了 分组热阻

除非另有规定 在本规范第 章中引用的条号对应于 半导体器件 分立器件

和集成电路总规范 的条号 测试方法引自

半导体器件 分立器件 第 部分 整流二极管 试验方法引自

半导体器件机械和气候试验方法

本规范由中华人民共和国电子工业部提出

本规范由全国半导体器件标准化技术委员会归口

本规范由电子工业部标准化研究所负责起草

本规范主要起草人 于志贤 刘东才 王保桢



前言

国际电工委员会 在技术问题上的正式决议或协议 是由对这些问题特别关切的国家委员

会参加的技术委员会制定的 对所涉及的问题尽可能地代表了国际上的一致意见

这些决议或协议 以推荐标准的形式供国际上使用 并在此意义上为各国家委员会所认可

为了促进国际间的统一 希望各国家委员会在本国条件许可的情况下 采用 标准的文

本作为其国家标准 标准与相应国家标准之间的差异 应尽可能在国家标准中指明

本标准由 第 技术委员会 半导体器件 制定

本标准是 以下环境或管壳额定整流二极管 包括雪崩整流二极管 空白详细规范

本标准文本以下列文件为依据

六个月法 表决报告

表决批准本标准的所有资料均可在上表所列的表决报告中查阅

本标准封面上出现的 号是 电子元器件质量评定体系 的规范号

本标准中引用的其他 标准

基本环境试验程序 第 部分 试验 试验 密封

半导体器件的机械标准化 第 部分 尺寸 在修订中

半导体器件 分立器件 第 部分 整流二极管

半导体器件 第 部分 分立器件和集成电路总规范

半导体器件 第 部分 分立器件分规范

半导体器件 机械和气候试验方法



中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

半导体器件 分立器件

第 部分 整流二极管

第一篇 以下环境或管壳额定

整流二极管 包括雪崩整流二极管

空白详细规范

代替

国家质量技术监督局 批准 实施

引言

本空白详细规范规定了制定环境或管壳额定整流二极管 包括雪崩整流二极管 详细规范的基本原

则 制定该范围内的所有详细规范应尽可能与本空白详细规范相一致

本标准是与 半导体器件 分立器件和集成电路总规范

和 半导体器件 分立器件分规范 有关的一系列空白详细规范

中的一个

要求资料

下列所要求的各项内容 应列入规定的相应空栏中

详细规范的识别

授权起草详细规范的国家标准机构的名称

详细规范号

总规范号和分规范号以及年代号

详细规范号 发布日期和国家体系要求的更多的资料

器件的识别

器件型号

典型结构和应用资料 如果设计一种器件满足若干应用 则应在详细规范中指出 这些应用的

特性 极限值和检验要求均应予以满足 如果器件对静电敏感或含有害物质 例如氧化铍 则应在详细规

范中附加注意事项

外形图和 或 引用有关的外形标准

质量评定类别

能在各器件型号之间比较的最重要特性的参考数据

在方括号内给出的内容供指导规范制订者使用 而不包括在详细规范内

整个空白详细规范中 当特性或额定值适用时 表示在详细规范中应填入的值


